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概要（Summary ）：

イオンミリング法は、スパッタ装置 SPC350 等を用

いて金属膜を被着させた場合に、材料を選ばずに微細

なパターニングが可能な優れたエッチング法である。

しかし、実際の加工にあたっては、マスクとの選択比

等を考慮しなければならない。今回、エッチング速度

を左右する因子および高選択化、さらには、ミリング

法特有の課題を明確にし、デバイス適用への基礎検討

を行った。
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